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Abstract

Digitale Schaltungsstrukturen sind im Zuge der permanenten
Miniaturisierung kaum noch mechanisch kontaktierbar. Angeschlossene

Peripherie bestehend aus Leuchtdioden, Displays, Motoren, Ventilen,
Schaltern und Sensoren ist im Funktionstest umständlich testbar, oder es

sind Testroutinen in Firmware nötig. Boundary-Scan entschärft diese
Problematik und ist in den IEEE1149.x Standards seit nunmehr zwanzig

Jahren genormt. Dieser Vortrag vermittelt die Grundlagen des Standards,
die Implementierung der nötigen Strukturen während der

Produktentwicklung und die Möglichkeiten dieses Testverfahrens.
Boundary-Scan unterstützt Design, Inbetriebnahme von Prototypen und
Systemen, Qualitätssicherung in Fertigung und Reparatur. Bestückungs-

und Verdrahtungsfehler oder Ausfälle im Feld werden bis herab auf
Bauteil- und Netzebene detektiert. Testroutinen in Firmware können
somit entfallen oder stark reduziert werden. Die Möglichkeiten der

sinnvollen Kombination mit anderen Testverfahren wie ICT, FPT, AOI
oder Funktionstest werden vorgestellt. Anhand eines realen Testsystems

wird die praktische Anwendung in einfachen Beispielen demonstriert.
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Figure 1: System Überblick

Figure 2: Boundary-Scan Controller (BSC)
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Figure 3: im IC
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Figure 4: On-Board
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Figure 5: Systemtest
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Testgenerierung 2

Figure 6: automatisierbar via UNIX/Linux Shell-Skripte
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Figure 7: Fehlerbericht
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Anwendung

1. Board-Test (PCBA) in Serienfertigung

2. digitale Strukturen (evtl. mixed Signal)

3. Test von PCBA-Prototypen

4. Geräte- und Systemtest

5. Agile Hardware-Entwicklung

6. In-System-Programmierung (ISP)



Kombination mit anderen Testverfahren

1. Sichtkontrolle / AOI / AXI als Vorprüfung

2. In-Circuit-Test / FPT (analoge Strukturen, mixed Signal)

3. Funktionstest (Peripherie)

4. Schnittstellen zwischen Testsystemen nötig

5. offene Datenbasis des UUT

6. OpenSource der Testgeneratoren
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